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(57) Abstract: The present invention relates to a method for connecting a first substrate (20) to a second substrate (2u) on contact faces
(17u, 170) of the substrates (20, 2u), having the following steps, in particular the following sequence: receiving the first substrate (20)
on a first reception face (180) of a first substrate holder (10) and receiving the second substrate (2u) on a second reception face (18u)
of a second substrate holder (1u), wherein the substrate holders (1o, 1u) are arranged in a chamber (3), bringing the contact faces (17u,
170) into contact on a connection initiation face (10), connecting the first substrate (20) to the second substrate (2u) from the connection
initiation face (10) to the centre of the substrates (20, 2u). The invention furthermore relates to a corresponding device.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbinden eines ersten Substrats (20) mit einem zweiten
Substrat (2u) an Kontaktflachen (17u, 170) der Substrate (20, 2u) mit folgenden Schritten, insbesondere folgendem Ablauf: Aufnahme
des ersten Substrats (20) an einer ersten Aufnahmefléiche (180) eines ersten Substrathalters (10) und Aufnahme des zweiten Substrats
(2u) an einer zweiten Aufnahmefliche (18u) eines zweiten Substrathalters (1u), wobei die Substrathalter (1o, 1u) in einer Kammer
(3) angeordnet sind, Kontaktierung der Kontaktflachen (17u, 170) an einer Verbindungsinitiierungsflache (10), Verbinden des ersten
Substrats (20) mit dem zweiten Substrat (2u) von der Verbindungsinitiierungsfliache (10) zum Zentrum der Substrate (20, 2u). Weiterhin
betrifft die Erfindung eine korrespondierende Vorrichtung.
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